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(54) Title: METHOD FOR DEPOSITING PALLADIUM LAYERS AND PALLADIUM BATH THEREFOR

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR ABSCHEIDUNG VON PALLADIUMSCHICHTEN UND PALLADIUMBAD HIERFUR

(57) Abstract: The copper tracks of circuit supports require, for equipping with electronic components, a coating with a good
corrosion resistance as well as with the ability of being repeatedly soldered or being bonded. These properties are fulfilled by a system
of layers that contains an intermediate layer made of autocatalytically deposited nickel, on which a palladium layer is deposited by
charge transfer. In order to ensure a reliable adhesion, a lack of pores and a good homogeneity, the bath for depositing the palladium
layer contains a copper compound. In order to passivate the palladium layer, the system of layers can be provided with a final layer
made of gold that is deposited by charge transfer and/or autocatalytically.

(57) Zusammenfassung: Die Kupferleiterbahnen von Schaltungstriigern bendtigen fiir die Bestiickung mit elektronischen Baue-
lementen eine Beschichtung mit guter Korrosionsbestindigkeit sowie der Eignung zur Mehrfachltbarkeit und Bondbarkeit. Diese
Eigenschaften werden von einem Schichtsystem erfiillt, welches eine Zwischenschicht aus autokatalytisch abgeschiedenem Nickel
enthdlt, auf der durch Ladungsaustausch eine Palladiumschicht abgeschieden ist. Zur Gewéhrleistung einer zuverlédssigen Haftfes-
tigkeit, Porenarmut und einer guten Homogenitét enthilt das Bad zur Abscheidung der Palladiumschicht eine Kupferverbindung.
Zur Passivierung der Palladiumschicht kann das Schichtsystem mit einer Endschicht aus durch Ladungsaustausch und/oder autoka-
talytisch abgeschiedenem Gold versehen werden.



